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说明、目录、图表目录

报告说明:    《2025-2031年中国半导体光刻胶市场增长潜力与投资策略制定报告》由权威行业

研究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国半导体光刻胶市场的行业现状、竞争格局、市

场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精

准的市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。

          第1章半导体光刻胶行业综述及数据来源说明1.1 光刻胶行业界定1.1.1 光刻胶的定义1.1.2 

光刻是半导体制造微图形工艺的核心，光刻胶是关键材料1.1.3 光刻胶技术参数1.1.4 光刻胶所

处行业1.1.5 按下游应用分类1、半导体光刻胶2、显示光刻胶3、PCB光刻胶4、其他1.2 半导体

光刻胶行业分类1.3 本报告研究范围界定说明1.4 光刻胶行业市场监管&amp;标准体系1.5 本报

告数据来源及统计标准说明1.5.1 本报告权威数据来源1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明第2

章全球半导体光刻胶行业发展现状及趋势洞察2.1 全球光刻胶行业发展历程2.1.1 萌芽期2.1.2 初

步发展期2.1.3 快速发展期2.2 全球光刻胶技术进展及产品研发进度2.2.1 全球半导体光刻胶技术

进展情况2.2.2 全球半导体光刻胶厂商产品研发进度2.3 全球半导体光刻胶行业发展现状分

析2.3.1 全球半导体光刻胶工厂分布2.3.2 全球半导体光刻胶量产进度2.3.3 全球半导体光刻胶细

分市场2.3.4 全球半导体产业发展现状及光刻胶需求分析2.4 全球半导体光刻胶行业市场竞争状

态及格局分析2.5 全球半导体光刻胶行业市场规模体量及前景预判2.5.1 全球半导体光刻胶行业

市场规模体量2.5.2 全球半导体光刻胶行业市场趋势分析2.5.3 全球半导体光刻胶行业发展趋势

洞悉2.6 全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴第3章中国半导体光刻胶行业发展现

状及市场痛点3.1 中国半导体光刻胶行业发展历程3.2 中国半导体光刻胶行业技术进展3.2.1 半

导体光刻胶行业科研投入3.2.2 半导体光刻胶行业科研创新3.2.3 半导体光刻胶行业关键技

术3.2.4 半导体光刻胶制备过程3.3 中国半导体光刻胶行业对外贸易状况3.3.1 海关总署——半导

体光刻胶归类3.3.2 中国光刻胶进出口贸易概况3.3.3 中国光刻胶进口贸易状况1、光刻胶行业进

口贸易规模2、光刻胶行业进口价格水平3、光刻胶行业进口产品结构3.3.4 中国光刻胶出口贸

易状况1、光刻胶行业出口贸易规模2、光刻胶行业出口价格水平3、光刻胶行业出口产品结

构3.3.5 中国光刻胶行业进出口贸易影响因素及发展趋势3.4 中国半导体光刻胶行业市场主体3.5

中国半导体光刻胶行业市场供给分析3.6 中国半导体光刻胶行业市场需求分析3.6.1 半导体光刻

胶需求量（万吨）3.6.2 半导体光刻胶行业自给率3.6.3 半导体光刻胶市场行情走势3.7 中国半导

体光刻胶行业市场规模体量3.7.1 中国光刻胶行业市场规模体量3.7.2 半导体光刻胶行业市场规

模体量3.8 中国半导体光刻胶行业市场竞争格局3.9 中国半导体光刻胶国产替代布局现状3.9.1 

中国半导体光刻胶国产替代必然性分析1、半导体光刻胶处于各行业产业链上游，具有举足轻

重的地位2、半导体材料国产化的必然趋势3、光刻胶国产代替是中国半导体产业的迫切需



要3.9.2 中国半导体光刻胶国产替代现状3.9.3 中国半导体光刻胶国产替代趋势3.10 中国半导体

光刻胶行业市场发展痛点第4章半导体光刻胶产业链全景及配套产业发展4.1 半导体光刻胶产

业链结构梳理4.2 半导体光刻胶产业链生态图谱4.3 半导体光刻胶产业链区域热力图4.4 半导体

光刻胶行业成本投入结构4.4.1 光刻胶在半导体成本中的比重4.4.2 光刻胶原材料构成及主要作

用4.4.3 半导体制造材料成本结构4.4.4 日本和美国主导全球光刻胶原材料市场4.5 光刻胶原材料

：光刻胶单体及树脂4.5.1 光刻胶用树脂类型及特征4.5.2 光刻胶单体概述4.5.3 树脂市场供应情

况1、产品供应情况2、产品供应商情况3、产品价格情况4.5.4 光刻胶用树脂发展趋势4.6 光刻

胶原材料：光敏材料4.6.1 光刻胶用光敏材料概述1、光引发剂2、光致产酸剂——光酸（PAG

）4.6.2 光引发剂市场供应情况1、产品供应情况2、产品供应商情况3、产品价格情况4.6.3 光刻

胶用光引发剂发展趋势4.7 光刻胶原材料：溶剂4.7.1 光刻胶用溶剂概述4.7.2 溶剂市场供应情

况1、产能建设及产品应用情况2、产品供应情况3、产品供应商情况4、产品价格情况4.7.3 光

刻胶用溶剂发展趋势4.8 光刻胶原材料：其他助剂4.9 配套产业布局对半导体光刻胶行业的影

响总结第5章中国半导体光刻胶行业细分产品市场分析5.1 中国半导体光刻胶行业细分市场概

况5.1.1 中国半导体光刻胶行业细分市场对比5.1.2 中国半导体光刻胶行业细分市场结构5.2 半导

体光刻胶细分市场：G线光刻胶5.2.1 G线光刻胶概述5.2.2 G线光刻胶市场简析5.3 半导体光刻

胶细分市场：I线光刻胶5.3.1 I线光刻胶概述5.3.2 I线光刻胶市场简析5.4 半导体光刻胶细分市场

：KrF光刻胶5.4.1 KrF光刻胶概述5.4.2 KrF光刻胶市场简析5.5 半导体光刻胶细分市场：ArF光刻

胶5.5.1 ArF光刻胶概述5.5.2 ArF光刻胶市场简析5.6 半导体光刻胶细分市场：EUV光刻胶5.6.1

EUV光刻胶概述5.6.2 EUV光刻胶市场简析5.7 中国半导体光刻胶行业细分市场影响因素及发展

趋势5.7.1 半导体光刻胶细分市场影响因素5.7.2 半导体光刻胶细分市场发展趋势5.8 中国半导体

光刻胶行业细分市场战略地位分析第6章中国半导体光刻胶行业细分应用市场分析6.1 半导体

产业市场现状6.1.1 全球半导体产业向中国大陆转移6.1.2 中国半导体产业市场规模6.1.3 中国半

导体产业细分市场6.1.4 中国集成电路市场规模6.1.5 中国集成电路市场结构6.2 中国半导体产业

趋势前景6.2.1 中国半导体产业趋势分析6.2.2 中国半导体产业发展趋势6.3 半导体光刻胶细分应

用领域分布6.4 半导体光刻胶细分应用：逻辑IC6.4.1 逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述6.4.2 逻

辑IC市场现状及发展趋势1、逻辑IC市场现状2、逻辑IC发展趋势6.4.3 逻辑IC领域半导体光刻

胶应用市场现状6.4.4 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力6.5 半导体光刻胶细分应用：动态

随机存取存储器（DRAM）6.5.1 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用概

述6.5.2 动态随机存取存储器（DRAM）市场现状及发展趋势1、动态随机存取存储器（DRAM

）市场现状2、动态随机存取存储器（DRAM）发展趋势6.5.3 动态随机存取存储器（DRAM）

领域半导体光刻胶应用市场现状6.5.4 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用

市场潜力6.6 半导体光刻胶细分应用：NVM（非易失性内存）6.6.1 NVM（非易失性内存）领



域半导体光刻胶应用概述6.6.2 NVM（非易失性内存）市场现状及发展趋势1、NVM（非易失

性内存）市场现状2、NVM（非易失性内存）发展趋势6.6.3 NVM（非易失性内存）领域半导

体光刻胶应用市场现状6.6.4 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场潜力6.7 中国

半导体光刻胶行业细分应用市场战略地位分析第7章全球及中国半导体光刻胶企业布局案例解

析7.1 全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理7.2 全球半导体光刻胶主要企业布局案例分

析7.2.1 日本合成橡胶（JSR）1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分

析4、企业发展战略分析7.2.2 日本信越化学1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企

业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.3 日本东京应化（TOK）1、企业发展基本情况2、企

业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.4 美国杜邦1、企业发展基本情

况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.5 日本富士胶片1、企

业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3 中国半

导体光刻胶主要企业布局案例分析7.3.1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司1、企业发展基

本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.2 晶瑞电子材料股

份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战

略分析7.3.3 深圳市容大感光科技股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、

企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.4 江苏南大光电材料股份有限公司1、企业发展基

本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.5 上海新阳半导体

材料股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业

发展战略分析7.3.6 彤程新材料集团股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3

、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.7 厦门恒坤新材料科技股份有限公司1、企业发

展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.8 上海飞凯材

料科技股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企

业发展战略分析7.3.9 北京欣奕华科技有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、

企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.10 北京科华微电子材料有限公司1、企业发展基本

情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析第8章中国半导体光刻

胶行业发展环境洞察&amp;SWOT分析8.1 中国半导体光刻胶行业经济（Economy）环境分

析8.1.1 中国宏观经济发展现状8.1.2 中国宏观经济发展展望8.1.3 中国半导体光刻胶行业发展与

宏观经济相关性分析8.2 中国半导体光刻胶行业社会（Society）环境分析8.2.1 中国半导体光刻

胶行业社会环境分析8.2.2 社会环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结8.3 中国半导体光刻胶

行业政策（Policy）环境分析8.3.1 国家层面半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读1、国家层

面半导体光刻胶行业政策汇总及解读2、国家层面半导体光刻胶行业规划汇总及解读8.3.2 31省

市半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读1、31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总2、31省



市半导体光刻胶行业发展目标解读8.3.3 国家重点规划/政策对半导体光刻胶行业发展的影

响8.3.4 政策环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结8.4 中国半导体光刻胶行业SWOT分析

第9章中国半导体光刻胶行业市场前景及发展趋势分析9.1 中国半导体光刻胶行业发展潜力评

估9.2 中国半导体光刻胶行业未来关键增长点分析9.3 中国半导体光刻胶行业趋势预测分析9.4 

中国半导体光刻胶行业发展趋势预判9.4.1 中国半导体光刻胶行业市场竞争趋势9.4.2 中国半导

体光刻胶行业技术创新趋势9.4.3 中国半导体光刻胶行业细分市场趋势1、EUV光刻胶的比重将

会提升2、ArF光刻胶国产替代有望加快第10章中国半导体光刻胶行业投资规划建议规划策略

及建议10.1 中国半导体光刻胶行业进入与退出壁垒10.1.1 半导体光刻胶行业进入壁垒分析1、

技术壁垒2、客户认证壁垒3、设备壁垒4、原材料壁垒5、资金壁垒6、资质壁垒10.1.2 半导体

光刻胶行业退出壁垒分析10.2 中国半导体光刻胶行业投资前景预警10.3 中国半导体光刻胶行

业投资机会分析10.3.1 半导体光刻胶产业链薄弱环节投资机会10.3.2 半导体光刻胶行业细分领

域投资机会10.3.3 半导体光刻胶行业区域市场投资机会10.3.4 半导体光刻胶产业空白点投资机

会10.4 中国半导体光刻胶行业投资价值评估10.5 中国半导体光刻胶行业投资前景研究与建议
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